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^4) Dispositif de connexion a tres faibie pas et procede de fabrication. 

feij La presente invention a pour objet un dispositif de 
connexion qui permette de realiser des connexions a tres 
faibie pas. 

Le dispositif comporte une pluralite de conducteurs (C) 
paralleles, fils ou rubans, chacun de ces conducteurs etant 
cable sur une meme face d'un substrat (S) a ses deux ex- 
tr6mites (11, 12) de facon a former une demi-boucle. Le 
contact electrique entre le connecteur ainsi forme et le cir- 
cuit a connecter (C) se fait par mise en contact elastique 
des plots (PJ du circuit avec les conducteurs (F) du 
connecteur. 
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DISPOSITIF DE CONNEXION A TRES FAIBLE PAS 
ET PROCEDE DE FABRICATION 

5 La pr6sente invention a pour objet un dispositif de connexion 

qui permette de rgaliser des connexions d tr6s faible pas. Elle a 
Sgalement pour objet un proc6d6 de fabrication de ce dispositif, 

L'augmentation actuelle du degr6 d'intSgration des circuits 
10 6lectroniques et leur miniaturisation fait naitre le besoin, pour leur 
interconnexion, de moyens de connexion dont le pas entre contacts 
devient de plus en plus faible, typiquement inf6rieur d 400 jjm. A titre 
d'exemple, les 6crans plats couleur (plasma, cristaux liquides...) 
nScessitent des connexions au pas d'environ 150//m. 
15 Les connecteurs classiques, avec broches de connexion 

s'inserant en force dans des contacts femelles, sont inutilisables dans ce 
cas : en effet, de tels pas conduisent & des broches trop fines qui ne 
supporteraient pas les efforts m6caniques d'insertion dans les contacts. 
Pour ces applications haute densitS, on utilise en g6n6ral des 
20 connecteurs constitu^s par des mat6riaux 6Iastom6res charges de 
particules conductrices, qui deviennent localement conducteurs lorsqu'ils 
sont soumis 3 une pression suffisante. Toutefois, la fiabilitS et le 
vieillissement de ces structures, notamment, ne donnent pas entire 
satisfaction. 

25 

La pr6sente invention a pour objet un dispositif de connexion a 
tr6s faible pas qui ne pr6sente pas ces inconv§nients. 

A cet effet, il comporte une plurality de conducteurs 
sensiblement paralldles, fils ou rubans, chacun de ces conducteurs 6tant 
30 c§bl§ d ses deux extr§mit§s sur une m§me face d'un substrat de fagon d 
former une demi-boucle. Le contact 6lectrique entre le connecteur ainsi 
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form6 et le circuit & connecter se fait par contact Slastique entre les plots 
du circuit et les conducteurs du connecteur. 

(.'invention a egalement pour objet un proc6de de fabrication 
d'un tel dispositif. 

5 

D'autres objets, particularity et resultats de ['invention 
ressortiront de la description suivante, donnSe S titre d'exemple non 
limitatif et illustrSe par les dessins annexes, qui reprSsentent : 

- la figure 1, un schema du dispositif de connexion selon 
io I'invention ; 

- la figure 2, un mode de realisation du dispositif de connexion 
selon Tinvention ; 

- les figures 3, 4a, 4b, 5 et 6, diffSrentes variantes de 
realisation du dispositif de connexion selon Tinvention, 

15 Sur ces diffSrentes figures, les memes references se rapportent 

aux memes elements. En outre, rechelle reelle n'est pas respectee pour 
la clarte du dessin. 

La figure 1 represente done schematiquement le dispositif de 
20 connexion selon Tinvention. 

Sur cette figure, on a represents, vu en coupe, un element C 
dont on veut rSaliser la connexion eiectrique et qui comporte un 
ensemble de plots ou de pistes de connexion P^, dont un est visible sur 
la figure. Cet element C peut §tre tout circuit ou composant filectronique 
25 comportant des plots de connexion, Ce peut fitre par exemple un Scran 
plat couleur dont le pas des plots est trfes faible, comme mentionnS plus 
haut. 

Le dispositif de connexion selon Tinvention se compose d'un 
substrat isolant S portant un ensemble de conducteurs Siectriques F, fils 
30 par exemple, dont Tun est visible sur la coupe de la figure. Chacun des 
conducteurs F est fixfi sur une mfime face du substrat S ses deux 
extrSmitSs 11 et 1 2, de fagon 3 former une demi-boucle. A titre 



MIC 0011701 



2680284 



3 

d'exemple, la demi-boucle forme une double bosse : 13 et 14. La fixation 
du conducteur F est r6alis6e par tout moyen connu, collage, soudure ou 
brasure par exemple. Le substrat S comporte encore des plots ou des 
pistes Pg, eiectriquement conducteurs, qui prolongent chacun un 
5 conducteur F et qui sont, S cet effet, reliSs £ Tune de ses extr£mit§s (1 1 
sur la figure). Les conducteurs F sont sensiblement parallfiles entre eux, 
de fagon & former une ou plusieurs lignes de contacts.. 

Le contact eiectrique entre le dispositif de connexion ainsi 
form£ et I'6l6ment C S connecter se fait par mise en contact £lastique 

10 des plots Pq avec la ou les bosses des conducteurs F. 

De la sorte, les conducteurs C ne devant pas presenter une 
resistance mGcanique £lev6e, ils peuvent etre realises d I'alde de fils tr£s 
fins, de 25 //m de diam6tre par exemple, permettant ainsi de les disposer 
a un tr£s faible pas, typiquement 50 //m. De plus, les contacts obtenus 

15 sont auto-nettoyants : en effet, les glissements des conducteurs F sur les 
plots Pq du circuit C lors de la mise en place de celui-ci, permettent 
d'eiiminer les Sventuelles pellicules d'oxyde nuisant a l'6tablissement 
d'un bon contact Slectrique. 

En outre il est possible d'utiliser pour les mettre en place, et 

20 c'est Id Tun des avantages de ['invention, des machines de cSblage 
automatique existantes, utilises pour cSbler les puces semi-conductrices 
dans leurs boTtiers avec des fils dont les diamStres vont couramment de 
1 7 3 100 ;/m, d'ou un faible cout de fabrication. 

Enfin, le substrat S peut §tre destine d ne porter que les 

25 conducteurs F et les pistes P$ qui les prolongent, formant ainsi un 
connecteur ind£pendant, ou bien le substrat S peut etre une carte de 
circuit imprime, portant par exemple des composants Slectroniques 
formant un circuit destine S coopdrer avec I'eidment C : I'invention 
permet alors de supprimer Pexistence d'un connecteur ind§pendant entre 

30 le circuit et reiement C f et de r£duire encore les couts de fabrication. 
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La figure 2 repr6sente un mode de realisation du dispositif de 
connexion selon I'invention. 

Sur cette figure, on retrouve le substrat S, par exemple 
constitue par une carte de circuit imprime, les conducteurs F et les pistes 
5 Pg. Cette figure, vue en perspective, illustre I'alignement des diffSrents 
conducteurs F, disposes sensiblernent parallSIement les uns aux autres, 
par exemple £ une extr6mit6 du substrat S. Une de leurs extr6mites (11) 
est connects respectivement d une piste Pg du substrat S. 

A titre d'exemple, les pistes sont ici formees de trois parties, 
10 rep§r6es 21, 22, et 23. La premiere partie (21) repoit le conducteur F, la 
deuxidme partie (22) forme une sorte d'6ventail de sorte que la troisteme 
partie (23) des pistes Pg soient sensiblernent paralieies les unes aux 
autres mais d un pas beaucoup plus grand, de sorte a faciliter les 
interconnexions ult6rieures. 

15 

La figure 3 est une vue en perspective fractionnaire d'une 

variante de realisation du dispositif selon I'invention. 

Sur cette figure, on retrouve le substrat S portant un ensemble 

de pistes Pg dont une seule est representee. 
20 Selon cette variante, chacun des conducteurs F de la figure 1 

est realise & Taide d'un ruban, rep6r6 F-|. Ce ruban est par exemple de 

section rectangulaire ; typiquement, ses dimensions peuvent etre de 

40jwm sur 17,5//m. II est, comme prec6demment, fix6 S ses deux 

extremites sur une meme face du substrat S de sorte d former une demi- 
25 boucle ; d titre d 'exemple, la demi-boucle comporte ici encore deux 

bosses, 13 et 14. Le ruban est en contact eiectrique avec la piste P§ par 

Tune de ses extr6mites. 

L'avantage d'utiliser un conducteur en forme de ruban est que 

ce dernier est moins susceptible qu'un fil (de section circulaire) de se 
30 deplacer lateralement lorsque rei6ment C exerce une pression sur la 

demi-boucle, evitant ainsi les risques de contact entre conducteurs F. 
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Les figures 4a et 4b reprSsentent une vue en coupe 
schematique de deux autres variantes du dispositif selon ['invention. 

Sur la figure 4a, on a represents le substrat S et une piste Pg. 
Selon cette variante, le conducteur, maintenant reperS F2, est ici encore 
5 realise d I'aide d'un fil ou d'un ruban mais il est forme de telle sorte que 
la demi-boucle soit sensiblement en forme de vague. 

Sur la figure 4b, on a represents le substrat S et une piste Pg- 
Selon cette variante, le conducteur, ici repSrS F3, est constitue 
indifferemment par un fil ou un ruban et il est forme de sorte que Tune 
10 des extremitSs (12, par exemple) soit retournSe : typiquement, 
TextrSmite 12 est soud6e la premiere, le conducteur F3 etant oriente 
vers la droite de la figure, puis le conducteur est plie vers la gauche et la 
deuxiSme extrSmite (11) est fixSe sur la piste Pg. 

Ces variantes dans la forme de la demi-boucle permettent 
15 d'accroTtre la tolerance sur la distance entre I'eiement C et le substrat S. 

La figure 5 reprSsente une autre variante du dispositif selon 
('invention concernant la fixation des conducteurs F. 

Sur cette figure, on retrouve, vu en coupe, le substrat S, une 
20 piste Ps et, 3 titre d'exemple, le conducteur en forme de double bosse 
de la figure 1. Le conducteur F est toujours relie eiectriquement a la 
piste Pg mais ici la fixation des deux extr6mites du conducteur F est 
assuree par le depot d'une couche 50, de rSsine ou de colle isolante, 
s'etendant par exemple sur tout le substrat entre les extremitSs 11 et 12 
25 du conducteur F 

La figure 6 reprSsente, vue en coupe r une autre variante du 
dispositif selon I'invention. 

Sur cette figure, on retrouve £ titre d'exemple la variante de la 
30 figure 1 mais a laquelle on a ajoute deux petites cales 61 et 62, 
dispos6es de part et d'autre des extrSmites 11 et 12 du conducteur F. 
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Ces cales ont pour fonction de limiter le mouvement de reiement C en 
direction du substrat S. 

Selon Tune ou i'autre de leurs variantes, les conducteurs F du 
5 dispositif selon Tinvention peuvent §tre c§b!6s individuellement sur le 
substrat S comme d6crit plus haut, ou encore £tre formes a partir d'une 
meme plaque metallique, de fa?on collective. Dans ce cas, les princlpales 
etapes de la fabrication sont les suivantes : 

1. D6coupe d'une plaque m§tallique pour obtenir une grille 
10 formSe du nombre voulu de rubans (F) paralieies, maintenus & leurs deux 

extr6mites par deux bandes continues. La dScoupe est r6a!is6e par tous 
moyens connus, d£coupe chimique ou gravure. La plaque metallique est 
par exemple en cuivre-b6ryllium. 

2. Mise en forme de la grille : simple ou double demi-boucle 
is comme decrit plus haut. Cette etape est r6alis6e par exemple par 

emboutissage. 

3. Traitement de surface de la grille, destine d empecher 
Toxydation et assurer une faible resistance de contact. II est realise par 
exemple par depot d'une fine couche d'or, chimiquement ou par 

20 pulverisation cathodique. 

4. Fixation de la grille sur le substrat aux deux extr6mit6s de 
chaque ruban, par exemple par soudage point par point par resistance. 

5. D6tachage des deux bandes de maintien. 

Ce proc6d6 collectif permet notamment d'obtenir un pas tr6s 
25 fin des rubans, un bon maintien de ceux-ci ainsi qu'un faible cout de 
fabrication. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif de connexion d'un 6l6ment (C) comportant des 
plots (Pc) de connexion, ie dispositif 6tant caract6ris6 par le fait qu'il 

5 comporte un substrat isolant (S) et une plurality de conducteurs (F) 
sensiblement paralteles, chacun des conducteurs 6tant fix6 sur une 
meme face du substrat & ses deux extr6mit6s (11 et 12), de fagon d 
former une demi-boucle, la connexion de I'Stement s'effectuant par 
contact ilastique entre les plots de connexion et les conducteurs. 

10 

2. Dispositif selon la revendication 1, caract6ris6 par le fait 
que les conducteurs (F) sont des fils. 

3. Dispositif selon la revendication 1 , caract6ris6 par le fait que 
15 les conducteurs (F) sont des rubans (F-|). 

4. Dispositif selon I'une des revendications pr§c6dentes, 
caract6ris§ par le fait que la demi-boucle pr6sente deux bosses (13, 14). 

20 5. Dispositif selon Tune des revendications pr6c6dentes, 

caract6ris6 par le fait que les extr6mit6s (11, 12) des conducteurs (F) 
sont noy6es dans de la r6sine ou de la colle (50). 

6. Dispositif selon Tune des revendications 1 & 3, caract6ris6 
25 par le fait que la demi-boucle est en forme de vague. 

7. Dispositif selon I'une des revendications pr6c6dentes, 
caract6ris6 par le fait que le substrat (S) comporte en outre des cales 
(61, 62), disposes de part et d'autre des extrdmitSs (11, 12) des 

30 conducteurs (F), limitant le mouvement de r6l6ment (C) vers le substrat 
(S).. 



MIC 0011706 



2680284 



8 



8. Dispositif selon Tune des revendications pr6c§dentes, 
caract6rise par le fait que le substrat (S) comporte en outre des pistes 
conductrices (Ps> prolongeant chacun des conducteurs (F). 

5 9. Dispositif selon Tune des revendications pr6c6dentes, 

caract6rise par le fait que le substrat (S) est une carte de circuit imprim6, 
susceptible de porter des composants 6Iectroniques. 

10. Proc6d6 de fabrication d'un dispositif selon Tune des 
io revendications pr6c§dentes, caract6ris6 par le fait qu'il comporte les 
Stapes suivantes :. 

a. D6coupe d'une plaque m§tallique pour obtenir une grille 
form6e du nombre voulu de conducteurs (F) sensiblement parallSles, 
maintenus & leurs deux extr6mit6s par deux bandes continues ; 
15 b. Mise en forme de la grille en demi-boucles ; 

c. Traitement de surface de la grille, destin6 & empecher 
Poxydation et assurer une faible resistance de contact ; 

d. Fixation de la grille sur le substrat (S) aux deux extr6mit6s 
de chaque conducteur (F) ; 

20 e. D6tachage des deux bandes de maintien. 
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